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新規導入機器紹介

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 基盤技術課 機械設計・加工担当　TEL：075-315-8633  FAX：075-315-9497  E-mail：mit09@mtc.pref.kyoto.lg.jp

支援事例紹介

機械設計・加工担当では、三次元CAD、高速三次元成形機（樹脂粉末3Dプリンタ）、三次元スキャナ等の機器を備え、
中小企業の試作・開発の高度化・高速化を支援しています。今回は、これら3D関連機器を活用した開発・試作事例を紹
介します。

3D関連機器を活用した開発・試作事例

１　３Ｄ関連機器の紹介

２　活用事例紹介

スキャナ用ライン光源

「商品展示台」の使用例

当センターの三次元CADを使って開発品の
設計を行われています。

　テイカ精密株式会社（亀岡市）は、エンジニ
アリングプラスチックの精密射出成形を主た
る事業とする中小企業です。平成21年からは
LED照明機器の開発を手掛け、高演色LED
チェーン照明、LED照明関連樹脂部品などの
開発、生産及び販売を行われています。
　平成25年より京大桂ベンチャープラザに開
発部門を開設され、ドキュメントスキャナのラ
イン光源などの開発、光学シミュレーションと
光学設計に取り組まれています。これらドキュ
メントスキャナのライン光源などの開発におい
て、当センターの三次元CAD（SolidWorks）
を用いて設計され、高速三次元成形機（3D
プリンタ）を用いて樹脂部品を試作されてい
ます。

コンピュータ上でモデルを描き、三次元データや図
面が作成できます。作成したモデルの強度・振動や
熱伝導などのシミュレーション評価も可能です。
■利用可能ソフト： SolidWorks Simulation、

Think Design、Rhinoceros
■利用料金： 1時間250円

三次元データから直接、樹脂立体物を作製します。
粉末床溶融結合法での造形品は強度・耐久性を有するため、
形状確認や展示品だけでなく、部品としても利用できます。
■装置型式： RaFaEl300F（アスペクト社）
■造形方式： 樹脂粉末積層造形（粉末床溶融結合法）
■材　料　： ナイロン11粉末
■利用料金： 1時間6,900円～

３Ｄプリンタでの造形に必要な三次元データ
を、立体物から採取します。採取したデータ
は、三次元ＣＡＤでの設計の下書き（スケッ
チ）や、面貼り作業を行って三次元ＣＡＤデー
タ化することも可能です。
■装置型式： Faro Edge ScanArm ES

（FARO社）
■ソフトウェア： PolyWorks 
■利用料金： 1時間1,700円

LED照明の活用製品「商品展示台」
筐体試作品を、当センター高速三次
元成形機で作製いただきました。

当センター高速三次元成形機で試作した、ライン光源を組み込む部品
黒色の造形品が得られるため、光学部品筐体に適しています。

三次元スキャナ

三次元ＣＡＤ

３Ｄプリンタ（高速三次元成形機）

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 応用技術課 表面・微細担当　TEL：075-315-8634  FAX：075-315-9497  E-mail：ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp

　X線光電子分光法（XPS：X-ray Photoelectron 
Spectroscopy）は、固体表面にX線を照射し放出される
光電子のエネルギースペクトルを分析する手法で、表面
の組成及び化学結合状態が分析できます。
　オージェ電子分光法（AES）とともに、Li以上の全元素
が分析対象となり、検出下限は約0.01Atomic％～程
度、表面から数nm程度の深さの表面分析が可能です。
また、イオンスパッタリングと組み合わせることで、深さ
方向の分析が可能です。
　XPSでは絶縁体の分析が容易であること、X線照射によ
る試料損傷が軽微であることから、金属、半導体、有機物、
セラミックスなどが対象試料となります。化学状態分析を
行うことができるのでESCA（Electron Spectroscopy 
for Chemical Analysis）とも呼ばれます。また、半定量
分析ができること、角度分解法によって非破壊で深さ方
向分析を行うこともできます。

「X線光電子分光分析装置」のご紹介

X線光電子分光法とは

　本装置の特長は、分析領域は200μmから最小10μm、
低エネルギー電子とArイオンの同時照射による自動帯
電中和が可能、Arガスクラスターイオン銃での深さ方向
分析では試料の損傷は表面近傍に限定されます。

装置の特長

　金属材料、各種薄膜などの研究・開発や変色、表面変
質などの原因解析等にご利用いただけます。
●ステンレスのCr/Fe比、Cr酸化物/Fe酸化物比を算出
し、品質を評価する。
●PETフィルムやシリコンウエハーなどの薄膜を分析し、
その元素組成、深さ方向の情報から薄膜の状態を確
認し、製膜条件を検討したい。

●めっき表面の汚れ・変色やフィルム上の付着物につい
て、最表面の元素組成や化学状態、酸化物の深さを調
べて、その原因を推測する。

用途

※機器貸付、依頼試験方法等詳細は、ホームページをご覧ください。　https://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp/p_gijutsushien/

表面分析法の特徴

励起プローブ X-線 電子線
信号計測 光電子 オージェ電子
最高検出感度 0.01％～ 0.1%～
得られる情報 Li-U Li-U
深さ ～5nm ～5nm
空間分解能 ～10μm ～10nm

長所 結合情報、絶縁物分析、
成分定量、深さ方向分析

局所解析、深さ方向分析、
成分定量

短所 局所解析、検出感度 絶縁物分析、検出感度

XPS AES

装置の性能

X線源

メーカ・型式
単色化Al　Kα
非単色化Al　Kα
非単色化Mg　Kα

分析面積径 10μm～200μm、
1400μm×100μm（ソフトウェア制御）

微小部分析方式 マイクロフォーカスX線方式

最高エネルギー分解能
（Ag 3d 5/2 ピークFWHM) 0.50eV

最大試料サイズ 60mmφ×8mm（高さ）

スパッタイオン銃 Ar単原子イオン銃
Arガスクラスターイオン銃

中和方式 デュアル中和方式

アルバック・ファイ株式会社 ＰＨＩ５０００ VersaProbeⅡ

〈使用料（基本額）〉

機器
貸付 

依頼
試験

●X線光電子分光分析装置(イオン銃)
 10,000円／時間
●Ｘ線光電子分光分析装置(ガスクラスターイオン銃)
 13,000円／時間

●スペクトル分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円／件
●深さ方向分析加算（イオン銃）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円／時間
●深さ方向分析加算（ガスクラスターイオン銃）・・・・・13,000円／時間
●面分析加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円／時間

装置外観及び分析チャンバー


